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摘要(译)

一种OLED显示面板的封装结构及封装方法，包括基板和盖板，该基板包
括第一衬底，该第一衬底上形成有多个像素区，每个像素区内形成有
OLED器件和驱动该OLED器件的像素电路，该OLED器件位于该像素电
路之上，该盖板包括第二衬底，该基板于像素区周围形成金属隔离墙，
该金属隔离墙垂直于该第一衬底并突出于该OLED器件的表面，该第二衬
底上形成有金属层，该金属层的位置与该金属隔离墙的位置相对应，该
金属层的熔点低于该金属隔离墙的熔点，该金属层与该金属隔离墙焊接
将该OLED器件密封在该金属隔离墙内。本实施例通过在像素区周围形成
金属隔离墙，在盖板上对应位置形成焊接金属层，然后通过热压焊接的
方式实现盖板和基板封合，提高了封装效果并可降低屏体边框尺寸。
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